
JP 2017-210625 A5 2018.1.18

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年1月18日(2018.1.18)

【公開番号】特開2017-210625(P2017-210625A)
【公開日】平成29年11月30日(2017.11.30)
【年通号数】公開・登録公報2017-046
【出願番号】特願2017-154363(P2017-154363)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  63/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/22     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   7/24     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/29     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/31     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/60     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   63/00     　　　Ｃ
   Ｃ０８Ｋ    3/22     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    7/24     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   23/30     　　　Ｆ
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月21日(2017.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エポキシ樹脂、硬化剤及び硬化促進剤を含む熱硬化性樹脂と、
　屈折率１．６～３．０の無機酸化物とを含有し、
　前記硬化剤が、ヘキサヒドロ無水フタル酸を含み、
　前記無機酸化物が、酸化チタン及び酸化亜鉛からなる群より選ばれる少なくとも１種を
含み、
　前記無機酸化物の配合量が、前記熱硬化性樹脂１００質量部に対して、７０～４００質
量部である、トランスファー成形に用いられる、ＬＥＤ素子の光反射用熱硬化性樹脂組成
物（ただし、
　（Ａ）熱硬化性シリコーン樹脂、（Ｂ）（Ｂ－１）トリアジン誘導体エポキシ樹脂と（
Ｂ－２）酸無水物との組み合わせ、またはこれらを反応させて得られたプレポリマー、（
Ｃ）無機質充填剤、及び（Ｄ）硬化促進剤を含み、（Ａ）成分／（Ｂ）成分の質量比が５
／９５～９５／５の範囲内であり、（Ｃ）成分の量が（Ａ）成分と（Ｂ）成分との総量１
００質量部に対して１００～１０００質量部である熱硬化性シリコーン樹脂－エポキシ樹
脂組成物、
　トリス（２，３－エポキシプロピル）イソシアヌレート４５質量部と、メチルヘキサヒ
ドロ無水フタル酸５５質量部と、メチル－トリブチルホスホニウム－ジメチルホスフェイ
ト１質量部と、二酸化チタン１６０質量部とを含有する熱硬化性樹脂組成物、及び、
　トリス（２，３－エポキシプロピル）イソシアヌレート４５質量部とメチルヘキサヒド
ロ無水フタル酸５５質量部とのエポキシ樹脂プレポリマーと、メチル－トリブチルホスホ
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ニウム－ジメチルホスフェイト１質量部と、二酸化チタン１６０質量部とを含有する熱硬
化性樹脂組成物を除く。）。
【請求項２】
　前記エポキシ樹脂が、ジグリシジルイソシアヌレート及びトリグリシジルイソシアヌレ
ートからなる群より選ばれる少なくとも１種を含み、
　前記硬化促進剤が、有機リン化合物を含む、請求項１に記載の光反射用熱硬化性樹脂組
成物。
【請求項３】
　前記無機酸化物の中心粒径が０．１～２０μｍである、請求項１又は２に記載の光反射
用熱硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
　前記無機酸化物の配合量が、前記熱硬化性樹脂１００質量部に対して、９０～４００質
量部である、請求項１～３のいずれか一項に記載の光反射用熱硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
　前記酸化チタンが、シリカ、アルミナ、ジルコニア及び有機物からなる群より選ばれる
少なくとも一種で表面処理された酸化チタンである、請求項１～４のいずれか一項に記載
の光反射用熱硬化性樹脂組成物。
【請求項６】
　硬化後の波長８００～４６０ｎｍにおける光反射率が、９０％以上である、請求項１～
５のいずれか一項に記載の光反射用熱硬化性樹脂組成物。
【請求項７】
　成形温度１８０℃、成形圧力６．９ＭＰａ、成形時間６０～１２０秒の条件でトランス
ファー成形した時のバリの長さが５ｍｍ以下である、請求項１～６のいずれか一項に記載
の光反射用熱硬化性樹脂組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の光反射用熱硬化性樹脂組成物の製造方法であって
、
　前記熱硬化性樹脂及び前記無機酸化物を１５～１００℃で混練する工程を備える、製造
方法。
【請求項９】
　前記混練を５～４０分間行う、請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　底面及び壁面から構成される凹部を有し、
　前記凹部の底面がＬＥＤ素子搭載部であり、前記凹部の壁面の少なくとも一部が請求項
１～７のいずれか一項に記載の光反射用熱硬化性樹脂組成物の硬化物からなる、ＬＥＤ素
子搭載用基板。
【請求項１１】
　底面及び壁面から構成される凹部を有するＬＥＤ素子搭載用基板の製造方法であって、
　前記凹部の壁面の少なくとも一部を、請求項１～７のいずれか一項に記載の光反射用熱
硬化性樹脂組成物を用いたトランスファー成形により形成する工程を備える、ＬＥＤ素子
搭載用基板の製造方法。
【請求項１２】
　底面及び壁面から構成される凹部を有するＬＥＤ素子搭載用基板と、
　前記ＬＥＤ素子搭載用基板の凹部内に設けられたＬＥＤ素子と、
　前記凹部を充填して前記ＬＥＤ素子を封止する封止樹脂部と、
を備え、
　前記凹部の壁面の少なくとも一部が、請求項１～７のいずれか一項に記載の光反射用熱
硬化性樹脂組成物の硬化物からなる、ＬＥＤ装置。
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